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声 明

一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国

资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。

二、本资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、行政法规

和资产评估准则，坚持独立、客观、公正的原则，并对所出具的资产

评估报告依法承担责任。

三、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法

规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或

者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产

评估机构及其资产评估师不承担责任。

本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资

产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；

除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正

确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评

估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。

四、评估对象涉及的资产清单及企业经营预测资料由委托人暨产

权持有单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；

委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法

性负责。

五、资产评估师已对评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已

对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估

对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题

进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满

足出具资产评估报告的要求。

六、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象

没有现存或者预期的利益关系，与相关当事人没有现存或者预期的利

益关系，对相关当事人不存在偏见。

七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果

受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当

充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其

对评估结论的影响。
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资产评估报告摘要

重要提示

本摘要内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估项目的详细

情况并合理理解和使用评估结论，应认真阅读资产评估报告正文。

合肥晶合集成电路股份有限公司：

北京中企华资产评估有限责任公司接受贵公司的委托，按照法律、

行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，采

用收益法，按照必要的评估程序，对合肥晶合集成电路股份有限公司

拟转让的光罩相关技术所有权在评估基准日的市场价值进行了评估。

现将资产评估报告摘要如下：

评估目的：合肥晶合集成电路股份有限公司拟将光罩业务从公司

的现有业务中划分出来独立运营，联合其他投资方设立光罩业务项目

公司，为此需对拟转让的光罩相关技术所有权的市场价值进行评估，

为上述经济行为提供价值参考意见。

评估对象：合肥晶合集成电路股份有限公司拟转让的光罩相关技

术的市场价值。

评估范围：合肥晶合集成电路股份有限公司拟转让的光罩相关技

术的所有权（包括光罩专利、专有技术）。

评估基准日：2025 年 1月 31 日
价值类型：市场价值

评估方法：收益法

评估结论：合肥晶合集成电路股份有限公司拟转让的光罩相关技

术的评估价值为 27,732.13 万元。

本资产评估报告仅为资产评估报告中描述的经济行为提供价值

参考，评估结论的使用有效期限自评估基准日起一年有效。

资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、

限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。
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以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况

并正确理解和使用评估结论，应当阅读资产评估报告正文。
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合肥晶合集成电路股份有限公司拟转让光罩相关技术

涉及的光罩相关技术所有权市场价值项目

资产评估报告正文

合肥晶合集成电路股份有限公司：

北京中企华资产评估有限责任公司接受贵公司的委托，按照法律、

行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，采

用收益法，按照必要的评估程序，对合肥晶合集成电路股份有限公司

拟转让的光罩相关技术所有权在 2025年 1月 31日的市场价值进行了

评估。现将资产评估情况报告如下：

一、委托人暨产权持有单位和资产评估委托合同约定的其他资

产评估报告使用人

本次评估的委托人暨产权持有单位为合肥晶合集成电路股份有

限公司，资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人包括法律、

行政法规规定的使用人。

(一) 委托人暨产权持有单位简介

1.工商信息

名称：合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称：“晶合集成”）
住所：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号
法定代表人：蔡国智

注册资本：200,613.5157 万元

类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

经营范围：集成电路相关产品、配套产品研发、生产及销售。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

统一社会信用代码：91340100343821433Q
成立日期：2015-5-19
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营业期限：2015-5-19 至无固定期限

2.企业简介

合肥晶合集成电路股份有限公司前身系合肥晶合集成电路有限

公司，2015 年 5月经合肥市人民政府国有资产监督管理委员会批准设

立（合国资产权[2015]60号），注册资本为 1,000.00万元，由合肥建投

全额认缴。公司于 2015 年 5月 19 日在合肥市工商行政管理局登记注

册，取得注册号为 340108000130981 的企业法人营业执照。合肥晶合

集成电路有限公司以 2020年 9月 30日为基准日整体变更为股份有限

公司，于 2020 年 11 月 25日在合肥市市场监督管理局登记注册。公司

现持有统一社会信用代码为 91340100343821433Q 的营业执照。公司位

于合肥市新站高新技术产业开发区综合保税区内，是安徽省首家 12
英寸晶圆代工企业。晶合集成专注于半导体晶圆生产代工服务，致力

于为国内提升自主可控的集成电路制造能力贡献力量，为客户提供

150-40 纳米不同制程工艺，未来将导入更先进制程技术，目前 28nm
逻辑芯片通过功能性验证。2023 年 5 月，晶合集成正式在上海证券交

易所科创板挂牌上市，成为安徽省首家成功登陆资本市场的纯晶圆代

工企业。已实现显示驱动芯片（DDIC）、微控制器(MCU)、CMOS图像

传感器(CIS)、电源管理(PMIC)、逻辑应用（Logic）等平台各类产品量

产，产品应用涵盖消费电子、智能手机、智能家电、安防、工控、车

用电子等领域，可为客户提供丰富的产品解决方案。

3.企业拥有的主要研发机构或团队介绍

核心团队来自光罩行业龙头企业的资深专家与顶尖人才，从业经

验超过 20 年。拥有国内领先的 28nm 及以下高阶光罩生产开发核心

技术和资料处理等技术。

项目领军人物郭先生，现任晶合集成光罩技术中心协理，曾在全

球知名光罩公司从业超过 30 年，具备丰富的半导体光罩技术研发、

生产制造、品质、销售及运营等全方面管理经验，能够有效领导项目

实施。

徐先生，中国台湾清华大学材料博士，现任光罩工程处副处长。

拥有 20 年以上半导体及光罩制程、设备开发经验，擅长光罩制程、
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设备评估，工程异常处理、良率提升，生产规划、人力配置。曾就职

于台积电、台湾光罩、美日先进、SUSS 等全球知名公司。

李先生，中国台湾清华大学硕士，现任制程暨设备部经理。从事

光罩产业 17年经验；擅长光罩设备验机和光罩前端制程、精通光罩

制造技术和工艺流程、具备丰富的光罩设计经验；曾就职于台湾美日

先进光罩股份有限公司、台湾光罩、台积电等公司。

吴先生，中国台湾海洋大学毕业，现任数据工程部经理。拥有

25年以上数据相关工作经验，精通光罩资料处理架构工作，如 IC设

计公司 CAD、IC LAYOUT、DRC/LVS COMMAND FILE 等，曾就职于台湾

光罩、佑华微电子、HFC等公司。

刘先生，中国台湾元智大学毕业，现任光罩生产组经理。拥有

25年光罩行业经验，熟悉每个制造流程与操作（LSI 光罩，FPD 光罩），

具有新建光罩厂经验，对光罩原材料行业有深入了解。曾就职于豪雅

光电、盟图科技、台湾光罩等公司。

(二) 资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人

本资产评估报告仅供委托人和国家法律、法规规定的资产评估报

告使用人使用，不得被其他任何第三方使用或依赖。

二、评估目的

合肥晶合集成电路股份有限公司拟将光罩业务从公司的现有业

务中划分出来独立运营，联合其他投资方设立光罩业务项目公司，为

此需对拟转让的光罩相关技术所有权的市场价值进行评估，为上述经

济行为提供价值参考意见。

三、评估对象和评估范围

(一) 评估对象

评估对象是合肥晶合集成电路股份有限公司拟转让的光罩相关

技术的市场价值。

(二) 评估范围

评估范围是合肥晶合集成电路股份有限公司拟转让的光罩相关
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技术的所有权（包括光罩专利、专有技术）。

(三) 主要资产的相关情况介绍

纳入评估范围内的光罩相关技术包括 24项专利，73项专有技术。

1.专利

专利 24 项，包括发明专利 20项、实用新型专利 4项；其中已获

取专利证书 17 项，在申请的专利 7 项。具体情况如下：

序

号
无形资产名称和内容

无形资产

类型
权证编号 证载权利人 申请日期

1 一种光罩
实用新型

专利
CN221149136U

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2023-10-26

2 一种光罩的伪图形结构及光罩 发明专利 CN117406547B
合肥晶合集成电

路股份有限公司
2023-12-15

3 掩模版及其修正方法 发明专利 CN118363257B
合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024-06-20

4 一种掩模版及其图形修正方法 发明专利 CN117406546B
合肥晶合集成电

路股份有限公司
2023-12-14

5 图形修正方法及系统、光掩模版的制备方法 发明专利 CN116661236B
合肥晶合集成电

路股份有限公司
2023-07-28

6 一种掩模版图形的校正方法及装置 发明专利 CN116224708B
合肥晶合集成电

路股份有限公司
2023-05-05

7 相移掩模版
实用新型

专利
CN219320645U

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2023-01-19

8
一种光掩模版图形的修正方法、装置、设备及

介质
发明专利 CN115933305B

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2023-01-29

9 一种 OPC修正方法、装置及掩膜版结构 发明专利 CN117826524B
合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024-03-05

10
掩膜版图的自动检测方法、装置、处理器以及

电子设备
发明专利 CN117274267B

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2023-11-22

11 掩膜版、光学临近修正方法、装置及电子设备 发明专利 CN117348333B
合肥晶合集成电

路股份有限公司
2023-12-05

12
一种掩膜版结构及其拐角边缘放置误差值的统

计方法
发明专利 CN117420724B

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2023-12-18

13 一种半导体掩膜版及其制作方法 发明专利 CN117406545B
合肥晶合集成电

路股份有限公司
2023-12-14

14 掩膜版清洁方法、装置和计算机可读存储介质 发明专利 CN117170181B
合肥晶合集成电

路股份有限公司
2023-11-01

15 一种半导体的掩膜版图形
实用新型

专利
CN220271732U

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2023-07-14

16 一种半导体掩膜版的图形结构
实用新型

专利
CN220252381U

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2023-07-14

17
光刻掩膜版中曝光图形的确定方法、系统及制

作方法
发明专利 CN116540507B

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2023-07-05

18 一种掩模版的修正方法及系统 发明专利 CN119002169A
合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024-10-25

19 掩模版及其修正方法和电子设备 发明专利 CN118625591A
合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024-08-09

20 掩模版及其修正方法 发明专利 CN114371596A 合肥晶合集成电 2022-03-22
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序

号
无形资产名称和内容

无形资产

类型
权证编号 证载权利人 申请日期

路股份有限公司

21 掩模板的图案修正方法及其系统 发明专利 CN118915376A
合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024-10-11

22 掩膜版及其形成方法 发明专利 CN118915377A
合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024-10-11

23
半导体器件的制造方法、半导体器件及光刻掩

膜版
发明专利 CN117133634A

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2023-10-25

24 一种半导体芯片的掩膜版结构及半导体器件 发明专利 CN116203791A
合肥晶合集成电

路股份有限公司
2023-04-28

2.专有技术 73项，包括 150nm-28nm 工艺技术、设备参数表、作

业指导书等技术性文件，该部分技术文件系晶合集成自 2022 年起设

立光罩技术中心，招聘研发人员，从购置、调试设备到研发、试产过

程中形成的研发作业技术指导资料和设备、工艺参数记录，是光罩设

备运转、产品工艺生产必须依赖的核心技术要素，是保证产品良率的

关键因素。具体情况如下：

序

号
技术名称 技术摘要

技术

类型
产权人

技术投入

规模生产

时间

1
N1M1机台、附属机台装置、UM、暂存区、告

示、点检表等 Marking 准则

机台及附属装置 Marking
准则

专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

2 光罩技术中心机台 3Q验证规范 机台 3Q验证规范
专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

3 光罩技术中心人员职能训练规范 人员职能训练
专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

4 光罩技术中心基本 ID 编码细则 编码细则
专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

5 Mask Shop无尘室作业规范
Mask Shop无尘室作业规

范

专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

6
光罩技术中心静电放电(ESD)防治装置检测规

范

静电放电(ESD)防治装置

检测

专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

7 Mask 清洗后残留离子检测作业操作规范
Mask 清洗后残留离子检

测

专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

8 光罩技术中心数据管理规范 数据管理
专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

9 MDP系统操作说明 MDP系统操作
专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

10 光罩技术中心 PD-10 SOP PD-10 SOP
专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

11
MueTec 270UV 量测软件 NanoStar 使用操作说

明

MueTec 270UV 使用操作

说明

专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

12 KLA 597作业指导书 KLA 597作业指导
专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

13 MueTec 270UV机台维护 SOP
MueTec 270UV机台维护

SOP
专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1
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序

号
技术名称 技术摘要

技术

类型
产权人

技术投入

规模生产

时间

14 PMI-362 作业指导书 PMI-362作业指导
专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

15 Holon CD-SEM ZX-D 机台操作 SOP - 工程师
Holon CD-SEM ZX-D 机台

操作 SOP - 工程师

专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

16 光罩技术中心 Mounter SOP Mounter SOP
专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

17 光罩技术中心 De-Mounter SOP De-Mounter SOP
专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

18 Holon CD-SEM ZX-D 机台操作 SOP
Holon CD-SEM ZX-D 机台

SOP
专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

19 MPM193机台操作 SOP-作业员 MPM193机台操作 SOP
专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

20 MPM248机台操作 SOP-作业员 MPM248机台操作 SOP
专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

21
MueTec MT2010 量测软件 NanoStar 使用操作

说明

MueTec MT2010 使用操作

说明

专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

22 MueTec MT2010 机台维护 SOP
MueTec MT2010 机台维护

SOP
专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

23 ASP5500 机台操作 SOP ASP5500机台操作 SOP
专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

24 MPM193机台操作 SOP-工程师
MPM193机台操作 SOP-工

程师

专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

25 MPM248机台操作 SOP-工程师
MPM248机台操作 SOP-工

程师

专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

26 Laser Repair FP-III 作业指导书
Laser Repair FP-III 作业指

导书

专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

27 ZEISS AIMS fab neo作业指导书
ZEISS AIMS fab neo作业指

导书

专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

28 Strip Clean硫酸 Cooling Tank漏液处理 SOP
Strip Clean硫酸 Cooling
Tank漏液处理 SOP

专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

29 FC-M300机台操作作业指导书
FC-M300机台操作作业指

导书

专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

30 LMMM01 Mounter M515KA PM SOP Mounter M515KA PM SOP
专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

31 LRMM01 De-Mounter M777 PM SOP De-Mounter M777 PM SOP
专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

32 Transfer机台保养方法 PM SOP
Transfer机台保养方法 PM

SOP
专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

33 FC-M300 机台保养方法 PM SOP
FC-M300 机台保养方法

PM SOP
专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

34 ALTA3900DP 操作作业指导书
ALTA3900DP 操作作业指

导书

专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

35 IPRO4 操作与监测规范 IPRO4 操作与监测规范
专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

36 AMAT CTS8000 操作流程说明
AMAT CTS8000 操作流程

说明

专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

37 JEOL 3050MV/S操作流程说明
JEOL 3050MV/S操作流程

说明

专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1
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序

号
技术名称 技术摘要

技术

类型
产权人

技术投入

规模生产

时间

38 Strip Clean机台操作作业指导书
Strip Clean机台操作作业

指导书

专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

39 Mask Track Pro BD操作规范
Mask Track Pro BD操作规

范

专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

40 Maskshop ASP5500机台定期保养点检表
Maskshop ASP5500机台定

期保养点检表

专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

41 光罩技术中心出货 Thansfer 操作标准书
光罩技术中心出货

Thansfer 操作标准书

专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

42 Tetra 设备操作 SOP Tetra 设备操作 SOP
专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

43 Mask Track Pro BD 机台定期保养点检表
Mask Track Pro BD 机台定

期保养点检表

专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

44 Maskshop Strip Clean机台定期保养点检表
Maskshop Strip Clean机台

定期保养点检表

专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

45 MeRiT MG neo作业指导书 MeRiT MG neo作业指导书
专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

46 YPHM01 Horiba PD10 PM SOP
YPHM01 Horiba PD10 PM

SOP
专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

47 LLAM01_ALTA_LASER WRITER_ PM SOP
LLAM01_ALTA_LASER
WRITER_ PM SOP

专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

48 YCHM01 HOLON SEM PM SOP
YCHM01 HOLON SEM PM

SOP
专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

49 MueTec 270UV（CD-OM）校正作业指导书
MueTec 270UV（CD-OM）

校正作业指导书

专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

50 IPRO4（Registration）校正作业指导书
IPRO4（Registration）校正

作业指导书

专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

51 CD-SEM校正作业指导书 CD-SEM校正作业指导书
专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

52 YRKM01_KLA_IPRO4_ PM SOP
YRKM01_KLA_IPRO4_ PM

SOP
专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

53 光罩技术中心 OQC Client系统操作指导书
光罩技术中心 OQC Client

系统操作指导书

专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

54 光罩技术中心出货包装传输作业指导书
光罩技术中心出货包装

传输作业指导书

专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

55 出货水晶盒管理规范 出货水晶盒管理规范
专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

56
光罩技术中心 OQC 出货标签系统操作指导

书

光罩技术中心 OQC 出货

标签系统操作指导书

专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

57 SMIF 盒目检操作指导书 SMIF 盒目检操作指导书
专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

58 光罩技术中心标准片管理规范
光罩技术中心标准片管

理规范

专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

59 光罩技术中心出货检验作业细则
光罩技术中心出货检验

作业细则

专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

60 PD-10 Recipe set up_SOP PD-10 Recipe set up_SOP
专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

61 货架编码与管理细则 货架编码与管理细则
专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1
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序

号
技术名称 技术摘要

技术

类型
产权人

技术投入

规模生产

时间

62 光罩夹具操作说明 光罩夹具操作说明
专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

63 光罩厂无尘室巡检作业规范
光罩厂无尘室巡检作业

规范

专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

64 Demount后手动处理残胶 SOP
Demount后手动处理残胶

SOP
专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

65 产品刮伤处理细则 产品刮伤处理细则
专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

66 KLA Defect check 作业规范
KLA Defect check 作业规

范

专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

67 Wet Bench (LSPM01)机台操作相关 SOP
Wet Bench (LSPM01)机台

操作相关 SOP
专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

68 ASP5500 制程参数表 制程配方
专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

69 SUSS BD 制程参数表 制程配方
专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

70 SUSS CL 制程参数表 制程配方
专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

71 Tetra X 制程参数表 制程配方
专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

72 一种 Mask Pattern 大缺点修补方法
一种 Mask Pattern 大缺点

修补方法

专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

73
一种基于 Sizing运算的多场景光罩非检验区

域的自动目标区域识别方法

一种 Mask Pattern 大缺点

修补方法

专有

技术

合肥晶合集成电

路股份有限公司
2024/10/1

四、价值类型

根据本次评估目的、市场条件、评估对象自身条件等因素，确定

评估对象的价值类型为市场价值。

市场价值是指自愿买方和自愿卖方，在各自理性行事且未受任何

强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计

数额。

五、评估基准日

本报告评估基准日是 2025 年 1月 31 日。

评估基准日由委托人确定。确定评估基准日主要考虑经济行为的

实现、会计期末因素。资产评估是对某一时点的资产提供价值参考，

选择会计期末作为评估基准日，能够全面反映评估对象资产的整体情

况；同时本着有利于保证评估结果有效地服务于评估目的，准确划定
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评估范围，准确高效地清查核实资产，合理选取评估作价依据的原则，

选择距相关经济行为计划实现日较接近的日期作为评估基准日。

六、评估依据

(一)经济行为依据

1.《资产评估委托函》。

(二)法律法规依据

1.《中华人民共和国资产评估法》（2016 年 7 月 2 日第十二届全

国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过）；

2.《中华人民共和国公司法》（2023 年 12 月 29日第十四届全国人

民代表大会常务委员会第七次会议第二次修订）；

3.《中华人民共和国民法典》（2020 年 5月 28 日第十三届全国人

民代表大会第三次会议通过）；

4.《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28日第十三届全国人

民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订）；

5.《中华人民共和国企业国有资产法》（2008 年 10月 28 日第十一

届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过）；

6.《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院令第 378 号，2019
年 3月 2日第二次修订）；

7.《资产评估行业财政监督管理办法》（财政部令第 86 号，财政

部令第 97 号修订）；

8.《国有资产评估管理办法》（国务院令第 91 号，2020 年 11 月
29日修订）；

9.《企业国有资产评估管理暂行办法》（国资委令第 12 号）；

10.《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部令第 32
号）；

11.《关于加强企业国有资产评估管理工作有关问题的通知》（国

资委产权〔2006〕274 号）；

12.《关于印发<国有资产评估管理办法施行细则>的通知》（国资

办发〔1992〕36 号）；
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13.《中华人民共和国专利法》（2020 年 10 月 17 日第十三届全国

人民代表大会常务委员会第二十二次会议第四次修正）；

14.《中华人民共和国专利法实施细则》（中华人民共和国国务院

令第 306 号，2023年 12 月 11日第三次修订）；

15.《关于企业国有资产评估报告审核工作有关事项的通知》（国

资产权〔2009〕941 号）。

(三)评估准则依据

1.《资产评估基本准则》（财资〔2017〕43 号）；

2.《资产评估职业道德准则》（中评协〔2017〕30 号）；

3.《资产评估执业准则—资产评估报告》（中评协〔2018〕35号）；

4.《资产评估执业准则—资产评估程序》（中评协〔2018〕36号）；

5.《资产评估执业准则—资产评估方法》（中评协〔2019〕35号）；

6.《资产评估执业准则—资产评估委托合同》（中评协〔2017〕33
号）；

7.《资产评估执业准则—资产评估档案》（中评协〔2018〕37号）；

8.《资产评估执业准则—利用专家工作及相关报告》（中评协

〔2017〕35 号）；

9.《资产评估执业准则—无形资产》（中评协〔2017〕37 号）；

10.《资产评估执业准则——知识产权》（中评协〔2023〕14 号）；

11.《企业国有资产评估报告指南》（中评协〔2017〕42号）；

12.《资产评估机构业务质量控制指南》（中评协〔2017〕46 号）；

13.《资产评估价值类型指导意见》（中评协〔2017〕47 号）；

14.《资产评估对象法律权属指导意见》（中评协〔2017〕48 号）；

15.《专利资产评估指导意见》（中评协〔2017〕49 号）。

(四)权属依据

1.专利证书；

2.专有技术技术文档；

3.其他有关产权证明。

(五)取价依据

1.评估基准日的国债的到期收益率；
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2.委托人暨产权持有单位提供的世源科技工程有限公司于 2025
年 3月出具的半导体光罩项目可行性研究报告；

3.评估人员现场勘察记录及收集的其他相关估价信息资料；

4.企业提供的主要产品目前及未来年度市场预测资料；

5.与此次资产评估有关的其他资料。

(六)其他参考依据

1.《资产评估准则术语 2020》（中评协〔2020〕31号）；

2.《资产评估专家指引第 8号—资产评估中的核查验证》（中评协

〔2019〕39 号）；

3.委托人提供的资产清单和评估申报表；

4.委托人出具的专家论证意见；

5.北京中企华资产评估有限责任公司信息库。

七、评估方法

根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，

以及三种评估基本方法的适用条件，本次评估选用收益法对光罩相关

技术进行评估。评估方法选择理由如下：

(一)评估方法选择

目前，资产评估常用的方法主要有成本法、市场法和收益法三种。

资产评估师在对评估对象、选用的价值类型和搜集到的评估资料

等相关条件分析、对比的基础上认为，由于市场上没有可比的交易案

例，故该项目不适用市场法；由于搜集到的技术历史资料不能反映评

估对象在该项目评估目的下的价值，故该项目不适用成本法。

世源科技工程有限公司于 2025 年 3 月出具的半导体光罩项目可

行性研究报告对未来收益进行了预测，评估人员与晶合集成管理层人

员沟通了可研报告中数据的可实现性和适用性。晶合集成管理层认为

上述可研报告能够较为合理的体现光罩产品以后的发展情况，收益预

计可以实现。委托人暨产权持有单位可以提供满足收益法使用条件的

可行性研究报告，未来收益期和收益额可以预测并可以用货币衡量；

获得预期收益所承担的风险也可以量化。因此本项目满足收益法适用
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条件，故采用收益法进行评估。

通过对此次委估资产的市场分析和市场调研，结合技术使用方目

前和未来的运作模式，我们认为采用收益现值法评估其价值更为合理。

收益现值法常用于评估可产生持续收益的物业、企业整体资产及

无形资产，在评估无形资产时，多采用收益现值法。

(二)具体方法应用

收益法是指通过估测被评估光罩相关技术的未来预期收益并将

其折算成现值，来确定光罩相关技术价值的各种资产评估方法的总称。

使用收益法评估光罩相关技术必须满足以下基本前提：

1.被评估光罩相关技术的未来预期收益必须是可以预测并可用

货币来衡量的。

2.收益期内，光罩相关技术拥有者获得未来预期收益所承担的风

险可以预测，并可用货币来衡量。

3.被评估光罩相关技术预期获利年限可以预测。

收益法评估技术类资产的具体应用形式通常包括节省许可费折

现法、增量收益折现法、收益现值法和超额收益折现法等。本次评估

采用其中的收益现值法。

收益现值法的技术思路是对使用光罩相关技术生产的产品未来

年期的收入进行预测，并按一定的分成率，即该光罩相关技术在未来

年期收益中的贡献率，计算光罩相关技术的收入额，用适当的折现率

折现、加和即为评估值。其基本计算公式如下：


 


n

t
ti

kRtP
1 )1(

其中：P：委估知识产权——光罩相关技术的评估值；

Rt：第 t 年技术产品当期年收入额；

t ：计算的年次；

k：技术在收入中的分成率；

i：折现率；

n：技术产品经济收益期。
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八、评估程序实施过程和情况

评估人员于 2025 年 2 月 6 日至 2025 年 4 月 7 日对评估对象涉及

的资产实施了评估。主要评估程序实施过程和情况如下：

(一) 接受委托

2025 年 2月 6 日，我公司与委托人就评估目的、评估对象和评估

范围、评估基准日等评估业务基本事项，以及各方的权利、义务等达

成一致，并与委托人协商拟定了相应的评估计划。

(二) 前期准备

接受委托后，项目组根据评估目的、评估对象特点以及时间计划，

拟定了具体的评估工作方案，组建评估团队。同时，根据项目的实际

需要拟定评估所需资料清单及申报表格。

(三) 现场调查

评估人员于 2025 年 2 月 6 日至 2025 年 2 月 7 日对评估对象涉及

的资产进行了必要的清查核实。

1.资产核实

(1)指导产权持有单位填表和准备应向资产评估机构提供的资料

评估人员指导产权持有单位的财务与资产管理人员在自行资产

清查的基础上，按照资产评估机构提供的“资产评估明细表”及其填写

要求、资料清单等，对纳入评估范围的资产进行细致准确地填报，同

时收集准备资产的产权证明文件和反映性能、状态、经济技术指标等

情况的文件资料等。

(2)初步审查和完善产权持有单位填报的资产评估明细表

评估人员通过查阅有关资料，了解纳入评估范围的具体资产的详

细状况，然后仔细审查各类“资产评估明细表”，检查有无填项不全、

错填、资产项目不明确等情况，并根据经验及掌握的有关资料，检查

“资产评估明细表”有无漏项等，同时反馈给产权持有单位对“资产评估

明细表”进行完善。

(3)现场实地勘查

根据纳入评估范围的资产类型、数量和分布状况，评估人员在产

权持有单位相关人员的配合下，按照资产评估准则的相关规定，对各
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项光罩相关技术资产采取了包括查验资料、访谈、勘查等方法进行了

清查核实，以明确评估对象并确认光罩相关技术资产的存在性，了解

无形资产特点，核实其价值实现的方式、途径和可行性等。

(4)现场及市场调查

评估人员履行了下述方面的现场调查及市场调查程序：光罩相关

技术的权利人及实施企业基本情况；专利证书和技术文档等；技术的

研发过程、技术所属技术领域的发展状况、技术水平、技术成熟度、

同类技术竞争状况、技术更新速度等有关信息、资料；与产权持有单

位及技术实施方分析技术产品的适用范围、市场需求、市场前景及市

场寿命、相关行业政策发展状况、宏观经济、同类产品的竞争状况、

光罩相关技术产品的获利能力等相关的信息、资料；以往的评估和交

易情况，包括光罩技术资产所有权的转让合同、实施许可合同及其他

交易情况。

(5)查验产权证明文件资料

评估人员对纳入评估范围的光罩相关技术所有权的产权证明文

件资料进行查验，以确定资产来源的合法性和产权的明确性。

(四) 资料收集

评估人员根据评估项目的具体情况进行了评估资料收集，包括直

接从市场等渠道独立获取的资料，从委托人等相关当事人获取的资料，

以及从政府部门、各类专业机构和其他相关部门获取的资料，并对收

集的评估资料进行了必要的分析、归纳和整理，形成评定估算的依据。

(五) 评定估算

评估人员针对光罩相关技术的具体情况，根据选用的评估方法，

选取相应的公式和参数进行分析、计算和判断，形成了初步评估结果。

评估人员对初步评估结果进行综合分析，以形成最终评估结论，并在

此基础上撰写和形成初步资产评估报告。

(六) 内部审核

根据我公司评估业务流程管理办法规定，项目负责人在完成初步

资产评估报告后提交公司内部审核。完成内部审核后，在不影响对评

估结论进行独立判断的前提下，与委托人或者委托人同意的其他相关
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当事人就资产评估报告有关内容进行沟通。完成上述资产评估程序后，

出具并提交正式资产评估报告。

九、评估假设

本资产评估报告分析估算采用的假设条件如下：

(一) 假设所有评估标的已经处在交易过程中，评估专业人员根据

被评估资产的交易条件等模拟市场进行估价；

(二) 假设在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产

交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，

交易行为都是自愿的、理智的，都能对资产的功能、用途及其交易价

格等作出理智的判断；

(三) 假设被评估资产按照目前的用途和使用方式等持续使用；

(四) 假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无

重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变

化；

(五) 假设和产权持有单位相关的利率、汇率、赋税基准及税率、

政策性征收费用等评估基准日后不发生重大变化；

(六) 假设评估基准日后无不可抗力及不可预见因素对产权持有

单位造成重大不利影响；

(七) 假设评估范围内光罩相关技术按现有的方式、途径持续使用

或根据本次目的设定的方式或途径使用；

(八) 假设合肥晶合集成电路股份有限公司拟转让的光罩相关技

术设立光罩业务项目公司涉及的光罩项目的建设、投产、达产均按照

可研报告实施，光罩项目中重大的节点及关键事项，如产品技术开发、

量产时程及产能建置等经营规划能够落实，且项目实施过程中无特殊

事项影响；

(九) 假设委估光罩相关技术相关联产品或服务的主要原材料、能

源供应稳定；

(十) 假设委估光罩相关技术相关的主要合同或协议约定的主要

条件均能被执行或实施；
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(十一) 假设委估光罩相关技术相关的主要人员，特别是研发核心

人员稳定。

本资产评估报告评估结论在上述假设条件下在评估基准日时成

立，当上述假设条件发生较大变化时，签名资产评估师及本资产评估

机构将不承担由于假设条件改变而推导出不同评估结论的责任。

十、评估结论

根据以上评估工作得出评估结论如下：

截至评估基准日，合肥晶合集成电路股份有限公司拟转让的光罩

相关技术的评估价值为 27,732.13 万元。

十一、特别事项说明

以下为在评估过程中已发现可能影响评估结论但非评估人员执

业水平和专业能力所能评定估算的有关事项：

(一)本资产评估报告中，所有以万元为金额单位的表格或者文字

表述，如存在总计数与各分项数值之和出现尾差，均为四舍五入原因

造成。

(二)关于引用世源科技工程有限公司于 2025年 3月出具的半导体

光罩项目可行性研究报告（以下简称：“可研报告”）的有关事项披露

如下：

1.资产评估专业人员首先对出具可研报告的第三方机构世源科

技工程有限公司进行了解，其次与晶合集成管理层沟通了可研报告的

可实现性、该可研项目的实施情况、实施进度以及委估技术在该可研

项目中发挥的作用，最后按照资产评估准则的相关规定对所利用的可

研报告进行了分析和判断后，审慎利用了可研报告的相关内容。

2.世源科技工程有限公司成立于 2003 年 8 月 22 日，是具有高新

技术企业资质及甲级资质的国有企业。世源科技工程有限公司的控股

股东为中国电子工程设计院股份有限公司，所属集团为国投集团。通

过国家级审核的重大项目如北方华创 12 英寸芯片创新中心项目、北

电集成 12 英寸集成电路芯片项目、浙江瞻芯碳化硅功率器件项目等。
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3.本报告的编制依据世源科技工程有限公司于 2025年 3月出具的

半导体光罩项目可行性研究报告。晶合集成管理层在深入分析可研报

告并结合相关人员的预测后，确认在项目建设和投入如期进行的前提

下，提出了相关的经营预测数据，这些数据将作为此次光罩相关技术

评估价值的基础和依据。如若可研项目出现影响进程的特殊事项，则

本评估报告无效。

4.根据可研报告披露，光罩项目规划总投资 60 亿元，建置产能

3200 片/月。第一阶段(至 1600片/月)：投资 35亿元；其中自有资金 21
亿元(占 60%)，银行贷款 14 亿元。第二阶段(至 3200片/月)：新增投

资 25亿元，其中自有资金 15 亿元，银行贷款 10 亿元。预计至 2028
年达到满产，2029 年进入稳定年度，稳定年度项目公司营业收入可达

约 18 亿元，实现净利润 3 亿元，稳定期毛利率约为 33%，净利率约

19%。经过与晶合集成管理层沟通了解，晶合集成设立光罩业务项目

公司暂未出现影响进程的特殊事项，晶合集成管理层认为该可研项目

具备较强可实现性。我们所利用的可研报告中的未来收益预测数据是

资产评估的依据，如若可研数据变化或项目自身出现重大变化，报告

及评估结论失效。

(三)根据与委托人管理层沟通，光罩项目公司已于 2025 年 3月 28
日注册成立，公司名称：安徽晶镁光罩有限公司，地点位于：安徽省

合肥市高新区中安创谷科技园，注册资本金 500万元。为加速研发和

投产，前期研发投入设备系由股东方晶合集成代买，晶合集成在 2023
年度、2024 年度累计编列光罩专项预算约 15 亿元用于设备等资产购

置，且经晶合集成股东会、董事会核准。截至 2025 年 1月 31 日上述

15 亿元资本预算已实际购置入账约 7.5亿元，剩余 7-8 亿元资本预算

待其完全独立后可由晶合集成继续代购或其自行购买，晶合集成代购

的资产预计将于 2025年 5 月份开始评估转让给光罩项目公司。

(四)本次评估结论依赖于光罩项目实施符合预期及管理层预测的

准确性。近年来，国际贸易摩擦不断，以美国为首的西方国家，频繁

使用单边制裁、技术封锁、供应链脱钩等手段，对我国半导体产业及

产品应用等造成了极大的冲击。同时，俄乌冲突、中东动荡等地缘政
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治事件加剧了国际环境的不确定性，进一步加大了供应链风险和政策

风险。目前，全球半导体市场承压，半导体产业仍处于周期性波动中。

光罩项目具有技术含量高、研发周期长、产品更新换代迅速、市场需

求变化较快等特点，如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，消费电

子领域市场规模将受到较强的冲击。鉴于此，未来可能出现的经济制

裁、突发地缘政治事件和政策变化等因素对企业的影响，企业管理层

无法做出准确评估。未来预测是委托人及管理层以当前的资产状况为

基础，结合资产的预期使用安排、经营规划以及经管理层认同的可研

报告做出。假设光罩项目中重大的节点及关键事项，如产品技术开发、

量产时程及产能建置等经营规划能够落实，如实际经营情况与经营规

划发生偏差，而时任管理层未采取相应补救措施弥补偏差，则评估结

论会发生变化。评估机构及评估人员对预计未来预测数据的核查工作

仅限于假设前提及预测数据逻辑合理性，并不保证预计未来现金流的

可实现性。

(五)根据《资产评估法》和《资产评估对象法律权属指导意见》，

委托人和相关当事人委托资产评估业务，应当对其提供的权属证明、

财务会计信息和其他资料的真实性、完整性和合法性负责。执行资产

评估业务的目的是对资产评估对象价值进行估算并发表专业意见，对

资产评估对象法律权属确认或者发表意见超出资产评估专业人员的

执业范围。资产评估专业人员不对资产评估对象的法律权属提供保证。

(六)本次评估结论未考虑资产交易环节可能存在相关税费的影响，

评估结论不含增值税。

(七)本次评估结论仅包括委估资产本体的价值，未考虑相关资产

可能存在的债权债务关系对资产价值的影响。

资产评估报告使用人应注意以上特别事项对评估结论产生的影

响。

十二、资产评估报告使用限制说明

(一)资产评估报告使用范围
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1.资产评估报告的使用人为：委托人和国家法律、行政法规规定

的资产评估报告使用人。

2.资产评估报告所揭示的评估结论仅对本项目对应的经济行为

有效。

3.资产评估报告的评估结论使用有效期为自评估基准日起一年。

委托人或者其他资产评估报告使用人应当在载明的评估结论使用有

效期内使用资产评估报告。

4.未经委托人书面许可，资产评估机构及其资产评估专业人员不

得将资产评估报告的内容向第三方提供或者公开，法律、行政法规另

有规定的除外。

5.未征得资产评估机构同意，资产评估报告的内容不得被摘抄、

引用或者披露于公开媒体，法律、行政法规规定以及相关当事人另有

约定的除外。

(二)委托人或者其他资产评估报告使用人未按照法律、行政法规

规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告的，资产评估

机构及其资产评估专业人员不承担责任。

(三)除委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使

用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人之外，其他任何机

构和个人不能成为资产评估报告的使用人。本资产评估报告包含若干

附件及评估明细表，所有附件及评估明细表亦构成本报告的重要组成

部分，但应与本报告正文同时使用才有效。

(四)对被用于使用范围以外的用途，如被出示或是通过其他途径

掌握本报告的非资产评估报告使用人，本资产评估机构及资产评估师

不对此承担任何义务或责任，不因本报告而提供进一步的咨询，亦不

提供证词、出席法庭或其他法律诉讼过程中的聆讯，并保留向非资产

评估报告使用人追究由此造成损失的权利。

(五)资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结

论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对

象可实现价格的保证。

(六)资产评估报告是指资产评估机构及其资产评估专业人员遵守
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附件七、北京中企华资产评估有限责任公司资产评估资格证及

备案公告；
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第1章 总论 

1.1 项目名称、建设单位及项目负责人 

1.1.1  项目名称 

安徽晶瑞光罩有限公司半导体光罩项目 

1.1.2  建设单位 

建设单位：安徽晶瑞光罩有限公司 

法定代表人：蔡国智 

1.1.3  项目负责人 

郭圣忠  总经理  

1.2 编制依据 

1. 2006 年 7 月 3 日，发改委和建设部，发改投资〔2006〕1325 号，《建设

项目经济评价方法与参数》（第三版）； 

2. 2008年 1月 31日，国土资源部，国土资发〔2008〕24号，关于发布和实

施《工业项目建设用地控制指标》的通知； 

3. 2010 年 10 月 10 日，国务院，国发〔2010〕32 号，《国务院关于加快培

育和发展战略性新兴产业的决定》； 

4. 2011 年 2 月 9 日：国务院，国发〔2011〕4 号，《国务院关于印发进一步

鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（以下简称国发 4

号文）； 

5. 2013 年 9 月 9 日，合肥市政府，合政办[2013]34 号，《合肥市集成电路

产业发展规划（2013-2020 年）》； 

6. 2014 年 6 月，国务院，《国家集成电路产业发展推进纲要》； 

7. 2016 年 5 月 19 日，国务院，国务院公报 2016 年第 15 号，《国家创新驱

动发展战略纲要》 

8. 2016 年 6 月 29 日，科技部、财政部、国家税务总局，国科发火〔2016〕

32 号，《高新技术企业认定管理办法》、《国家重点支持的高新技术领

域》； 

9. 2016 年 9 月 9 日，发改委、财政部、商务部，〔2016〕1982 号，《关于

印发鼓励进口技术和产品目录（2016 年版）的通知》； 
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10. 2017 年 2 月 1 日实施，国务院，国务院令 673 号，《企业投资项目核准

和备案管理条例》； 

11. 2017年 2月 24日，财政部、国家税务总局，财税〔2017〕17号，《关于

集成电路企业增值税期末留抵退税有关城市维护建设税教育费附加和地

方教育附加政策的通知》； 

12. 2017年4月6日，工信部、发改委、科技部，工信部联装〔2017〕53号，

《汽车产业中长期发展规划》； 

13. 2017 年 4 月 8 日，发改委，发改委 2 号令，《企业投资项目核准和备案

管理办法》； 

14. 2018 年 2 月 4 日，发改委，发改委 14 号令，《企业投资项目事中事后监

管办法》； 

15. 2018年6月6日，合肥市委办公厅和市政府办公厅，合办〔2018〕27号，

《合肥市加快推进软件产业和集成电路产业发展的若干政策》； 

16. 2018 年 10 月 21 日，安徽省政府，皖政〔2018〕94 号，《安徽省人民政

府关于印发支持集成电路产业加快创新发展若干政策的通知》； 

17. 2019 年 10 月 30 日，发改委，发改委 29 号令，修订发布《产业结构调整

指导目录（2019 年本）》； 

18. 2020 年 2 月 10 日，发改委、中央网信办、科技部、工信部、公安部、财

政部等十一个部委，发改产业〔2020〕202 号，《智能汽车创新发展战

略》； 

19. 2020年 8月 4日，国务院，国发〔2020〕8号，《新时期促进集成电路产

业和软件产业高质量发展的若干政策》； 

20. 2020 年 10 月 20 日，国务院，国办发〔2020〕39 号，《国务院办公厅关

于印发新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）的通知》； 

21. 2020 年 12 月 11 日，财政部、国家税务总局、发改委、工信部发布公告

2020 年第 45 号，《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所

得税政策的公告》； 

22. 2021年 2月 20日，安徽省政府，皖政〔2021〕16号，《安徽省国民经济

和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》； 

23. 2021 年 3 月 12 日，国务院，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十

四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》； 

24. 2021 年 3 月 16 日，财政部、海关总署、国家税务总局，财关税[2021]4

号，《财政部海关总署税务总局关于支持集成电路产业和软件产业发展
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进口税收政策的通知》； 

25. 2021 年 4 月，合肥市政府，《合肥市国民经济和社会发展十四个五年规

划和 2035 年远景目标纲要》； 

26. 2021 年 11 月 15 日，工信部，工信部规〔2021〕180 号，《“十四五”软件

和信息技术服务业发展规划》； 

27. 2021 年 12 月 21 日，），工信部、发改委等八部门，工信部联规

[2021]207 号，《“十四五”智能制造发展规划》； 

28. 2023 年 2 月 25 日，安徽省人民政府办公厅关于印发以数字化转型推动制

造业高端化智能化绿色化发展实施方案及支持政策，（皖政办〔2023〕2

号）； 

29. 2023 年 3 月 23 日，国家发改委关于印发《企业投资项目可行性研究报告

编写参考大纲（2023 年版）》和《关于投资项目可行性研究报告编写大

纲的说明（2023 年版）》，发改投资规〔2023〕304 号。 

30. 2023 年 4 月 6 日，中华人民共和国国家发展和改革委员会令《固定资产

投资项目节能审查办法》，2023 年第 2 号令； 

31. 2023年 8月 10日，工业和信息化部 财政部关于印发电子信息制造 2023—

2024 年稳增长行动方案，工信部联电子〔2023〕132 号 

32. 2024 年 2 月 5 日，工业和信息化部等七部门关于加快推动制造业绿色化

发展的指导意见，工信部联节〔2024〕26 号 ； 

33. 2024 年 2 月 6 日安徽省人民政府办公厅关于培育发展先进制造业集群的

指导意见，皖政办〔2023〕55 号）； 

34. 2024 年 2 月 8 日，安徽省人民政府印发关于巩固和增强经济回升向好态

势若干政策举措。 

35. 国家现行有关规范、标准。 

1.3 项目概况 

2024 年半导体市场逐渐回暖，晶圆厂产能扩张带动全球半导体光罩市场规模

增长；SEMI预测 2025 年中国半导体领域光罩市场规模可达 20 亿美元，未来将持

续稳健增长。为满足国内光掩模自给自足需求，填补区内集成电路光掩模产业空

白。公司紧抓市场机遇，建设半导体光罩项目。 

1、项目名称：安徽晶瑞光罩有限公司半导体光罩项目。 

2、建设单位：安徽晶瑞光罩有限公司。 

3、建设地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区。 
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4、拟建规模：月产能 3200 片半导体光罩产品 

5、项目总投资：60 亿元人民币 

6、资金来源：自有资金与外部融资 

7、项目建设周期：2025-2028 年 

8、主要建设内容：注于Binary 及 PSM(相位移光罩)的研发、制造及销售，光

罩产品可覆盖对应半导体 28nm 及以上工艺节点。 

9、行业及行业代码：3985 电子专用材料制造 

1.4 主要结论 

1.4.1  市场规模可行 

随着全球经济稳步复苏，半导体市场展现出强劲的增长潜力。根据世界集成

电路协会（WICA）的预测，2025 年全球半导体市场规模将达到 7189 亿美元，同

比增长 13.2%。这一增长主要得益于人工智能、物联网、5G 通信等新兴技术的快

速发展，以及汽车电子、消费电子等传统应用领域的持续需求增长。 

在市场需求旺盛与晶圆厂产能扩张的双重驱动下，半导体光罩行业迎来了前

所未有的发展机遇。据市场调 SEMI 据显示，2025 年中国半导体领域光罩市场规

模可达 20亿美元，2021-2025年中国半导体光罩市场年复合增长率达 9%。此外，

随着国产替代战略的深入推进，国内光罩企业在高端市场的份额逐年提升，预计

2025 年国产化率将达到 30%以上，市场潜力巨大。 

 

1.4.2  产品方案可行 

28nm及以上制程芯片在当前的半导体市场中占据着重要地位，其应用广泛且

需求持续增长。广泛应用于消费电子、通信、计算机等领域，还逐渐渗透至智能

家居、智能汽车等新兴领域。随着技术的不断进步和市场的需求变化，其应用领

域和市场潜力将持续扩大。 

光罩作为半导体制造过程中的关键部件，其质量和性能直接影响到芯片的成

品率和性能。对于 28nm 及以上制程芯片而言，高质量的光罩制造项目显得尤为

重要，因此 28nm 及以上光罩产品具有广阔的市场前景和可行性。 

本项目紧密贴合半导体产业的发展趋势，聚焦于对应半导体 28nm 及以上工

艺节点的光罩产品。其市场前景广阔且符合当前半导体产业的发展趋势。 
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1.4.3  技术方案可行 

项目公司的主要技术来源于股东晶合集成的技术授权。晶合集成在半导体制

造领域拥有深厚的技术积累和创新能力，2024 年已实现 150/110nm 光罩产品量产，

2025 年将逐步实现 90-28nm 产品量产。公司已全面掌握高阶光罩的生产开发核心

技术，以及资料处理等专业技术，包括但不限于电子束直写（EBL）技术、光罩

检测与修复、清洁与维护等，可为公司的运营和发展提供强有力的支持。此外，

晶合集成在技术研发方面持续投入，2024 年上半年研发投入达 6.14 亿元，同比增

长 22.27%，并获得了多项实用新型专利授权。这些技术成果和研发能力为项目公

司的运营和发展提供了强有力的支持，确保其在半导体光罩制造领域具备技术先

进性和市场竞争力。 

1.4.4 团队方案可行 

项目公司核心研发团队由晶合集成转任人员和项目公司外聘人员组成。其中，

晶合集成转移人员拥有从业经验超过 20 年，具备丰富的半导体高阶光罩技术研发、

生产制造、品质、销售及运营等全方面管理经验，能够确保项目顺利实施。 
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第2章 项目提出的背景及建设的必要性 

2.1 项目背景 

近年来，我国半导体产业在国家政策的大力支持下，迎来了快速发展的战略

机遇期。光掩模版作为半导体制造中光刻工艺的核心图形母版，是集成电路制造

的关键材料之一，其重要性日益凸显。随着全球半导体产业的快速发展，以及我

国在 5G、人工智能、物联网等新兴技术领域的加速布局，对高性能、高精度光掩

模版的需求持续增长。 

然而，光掩模版行业目前仍面临诸多挑战。该领域技术和资金壁垒较高，全

球光掩模版市场主要被美国 Photronics、日本 Toppan 和 DNP 等国际巨头垄断，国

内企业在高端光掩模版领域的市场份额较低，是我国集成电路领域的关键“卡脖

子”环节。在此形势下，自主掌控光掩模版供应链，降低对外部供应商的依赖，

是保障我国半导体产业安全的必然选择。 

因此，建设光掩模版项目不仅是满足国内半导体产业快速发展需求、提升产

业自主可控能力的迫切需要，更是响应国家政策号召、保障国家信息安全和产业

安全的战略举措。通过该项目的实施，能够有效填补国内高端光掩模版市场的空

白，推动我国半导体产业链的协同发展，加速半导体材料的国产化进程，为我国

集成电路产业的高质量发展提供坚实支撑。 

 

2.2 项目必要性 

1.  市场需求旺盛 

晶圆厂产能扩张带动了全球半导体光罩市场规模的增长。根据 SEMI 的预测，

2025年全球半导体光罩市场规模可达 63亿美元。在中国，随着半导体产业的持续

升级和国产替代化进程的加速推进，2025 年中国半导体领域光罩市场规模预计可

达 20 亿美元。未来，随着 5G 通信、人工智能、物联网等新兴技术的快速发展，

以及汽车电子、消费电子等传统应用领域的持续需求增长，中国半导体光罩市场

将持续稳健增长。 

本项目立足于市场需求旺盛的半导体光罩领域，致力于研发及量产 28nm 及

以上半导体光罩产品。这一目标不仅符合全球半导体市场复苏和产能扩张的大趋

势，也契合中国半导体产业国产替代化的战略需求。随着中国半导体产业的快速

发展，以及政府对半导体产业链的政策支持，项目公司有望在这一高增长潜力的

市场中占据重要份额，实现技术突破和市场拓展 
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2. 独立光罩厂成长空间大 

独立光罩公司，作为半导体产业链中不可或缺的一环，凭借其独特的市场定

位、技术专业化及规模化的优势，对芯片设计公司有较强吸引力，具有显著的规

模经济效应。同时，独立光罩公司凭借其灵活的服务模式、高效的生产能力以及

可靠的产品质量，对晶圆制造公司的吸引力也不断增加，市场份额有望持续增长。

未来，随着半导体产业的进一步发展，独立光罩公司的成长空间将更加广阔，有

望成为推动整个行业进步的重要力量。 

3. 加速国产替代，确保产业链安全 

目前，半导体光罩的国产化率较低，大部分市场份额被海外生产商占据。作

为芯片制造的关键材料之一，半导体光罩在半导体产业链中具有重要地位。随着

国内新建晶圆厂逐步进入量产阶段，光罩的后续需求将持续大幅增长。然而，当

前国内高端光罩产品在技术、性能、质量等方面仍与国际先进水平存在一定差距，

导致高端市场仍被国外企业占据。 

在当前复杂的国际贸易环境下，地缘政治因素对半导体产业链的影响日益显

著。加快半导体光罩的国产化，保障我国产业链安全，已成为刻不容缓的任务。

同时，随着半导体产能逐步向国内迁徙，国内半导体光罩企业迎来了巨大的发展

机遇。专业化分工态势利好第三方掩模版厂商，国产化替代空间广阔。国内光罩

企业通过不断提升技术水平和产能，逐步打破国际垄断，市场份额逐年提升。 

综上所述，推进半导体光罩国产化不仅是保障我国产业链安全的必要举措，

也是国内半导体产业发展的必然趋势。在政策支持和市场需求的双重驱动下，半

导体光罩的国产化替代进程有望加速推进，国内光罩企业有望在这一过程中实现

技术突破和市场拓展。 
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第3章 申报单位简介及承办项目优势 

3.1 项目申报单位 

企业名称：安徽晶瑞光罩有限公司 

法定代表人：蔡国智 

注册资本：210,000 万人民币 

成立日期：2025 年 3 月 

地址：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内 

经营范围：集成电路相关产品、配套产品研发、生产及销售。 

表 3.1 公司股东结构表 

序号 股东名称 
出资金额 

(亿元人民币) 
占比 

1 晶合集成及其指定主体 6.3 30% 

2 其他 (含国资平台,产业及财务投资人) 13.8 66% 

3 员工持股平台 0.9 4% 

合计 21 100% 

3.2 股东方 

3.2.1  股东方基本信息 

股东方：合肥晶合集成电路股份有限公司 

法定代表人：蔡国智 

企业类型：股份有限公司 

注册资本：200,613.5157 万人民币 

成立日期：2015 年 05 月 19 日 

地址：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号 

经营范围：集成电路相关产品、配套产品研发、生产及销售。  

 

3.2.2  股东方简介 

（一）合肥市建投投资控股(集团)有限公司 

合肥市建投投资控股(集团)有限公司(以下简称“合肥市建投”)成立于 2006 年 6

月，注册资本 132.98 亿元。主要职能为城市重大项目建设投融资、城市基础设施
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重点项目建设、战新产业投资运营、城市运营服务保障等。经营领域涉及工程建

设、战新产业投资、城市运营服务、乡村振兴、现代农业、商业百货、文旅博览

等行业。企业信用等级长期 AAA，拥有全资及参控股企业 60 余家，其中上市公

司 3 家，荣获“安徽省先进集体”“合肥市经济圈十大城市推动力品牌单位”“合肥市

文明单位”“安徽百强企业、合肥 50 强企业”等多项殊荣，综合实力大幅提升、品

牌影响力显著增强，为市属国有企业中的领头企业、全国城投类企业中的标兵示

范。截至 2024 年 3 月 31 日，建投集团合并资产总额 6799.44 亿元，负债总额

4537.35 亿元，所有者权益 2262.09 亿元。 

 

（二）合肥晶合集成电路股份有限公司 

合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称“晶合集成”)成立于 2015 年 5 月，

控股股东为合肥市建设投资控股有限公司，是安徽省首家 12 吋晶圆代工企业。 

晶合集成以客户需求为导向，结合平板显示、汽车电子、家用电器、工业控

制、人工智能、物联网等产业发展趋势，提供显示驱动芯片(DDIC)、CMOS 图像

传感器(CIS)、电源管理(PMIC)、微控制器(MCU)、逻辑(Logic)等不同应用领域芯

片代工，矢志成为中国最卓越的集成电路专业制造公司之一。2023 年实现营业收

入 72.4 亿元，归母净利润 2.1 亿元。全年度营收规模保持逐季上涨，并在全球晶

圆代工领域保持前十的行业地位。 

 

（三）海松资本有限公司 

海松资本有限公司成立于 2016 年 9 月 23 日，注册资金 12000 万元。是一家

致力于长期投资、价值投资的专业化、机构化的投资管理公司。 

 

（四）兰璞创投 

兰璞创投成立于 2016 年，是一家专注于半导体、新能源等硬科技行业投资的

专业投资机构，团队主要由英特尔、AMD、IBM 等行业专家共同设立，同时拥有

多名创投行业资深人士，具有复合知识及资源背景。兰璞创投分别在苏州、上海、

合肥、山东设有分支，目前累计管理的 15 支基金，总规模近 40 亿，基石 LP 包括

险资、上市公司、地方政府以及行业资深专家。 兰璞创投成立 5 年以来专注于集

成电路行业投资，目前已经投资多家集成电路行业领军企业，其中 2 家 2022 年登

陆科创板，2 家已经实现上市公司并购退出。 
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第4章 市场分析与竞争者分析 

4.1 市场分析 

据 SEMI，预计 2025 年全球半导体光罩市场规模可达 63 亿美元。2025 年中

国半导体领域光罩市场规模可达 20 亿美元，2021-2025 年中国半导体光罩市场年

复合增长率达 9%。 

单位：亿美元 

 

 

 

 

 

 

 

图 4.1 全球与中国半导体光罩市场规模 

数据来源：SEMI 

4.2 竞争者分析 

半导体光罩制造商分为两种，一种是以台积电、中芯国际等晶圆代工厂为代

表的自行配套的光罩业务（In-house），其产能基本都是自产自销；另一种是独

立于晶圆代工厂的第三方光罩制造商，如美国 Photronics，日本 DNP、Toppan，

以及中国大陆的广州新锐、龙图光罩、泉意光罩、兴华芯等。具体详情如下： 

表 4.1：国内外光罩制造商分析 

地区 厂商 量产工艺节点 研发工艺节点 

国内 

厦门美日丰创 28nm 及以上 28nm 

上海凸版 28nm 及以上 28nm 

泉意/擎方 28nm 及以上 14nm 

广州新锐 28nm 及以上 14nm 

台湾光罩 40nm 及以上 28nm 

晶瑞光掩模(本项目) 90nm 及以上 28nm 

53 55 58 60 63

14 17 18 19 20

2021 2022 2023 2024(e) 2025(e)

全球 中国
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地区 厂商 量产工艺节点 研发工艺节点 

龙图光罩 130nm 及以上 65nm 

宁波冠石 未量产 28nm 

绍兴兴华芯 未量产 28nm 

国外 

Photronics 7/5nm 及以上 5nm 

DNP 5nm 及以上 5nm 

TOPPAN 28nm 及以上 14nm 

注：数据资料统计至 2025 年 2 月 

 

市场份额方面，新设立光罩市场集中度高，寡头垄断严重，美国 Photronics 、

大日本印刷 DNP 和日本凸版印刷 Toppan 三家占据 80%以上的市场份额。 

图 4.1 全球光光罩市场竞争格局 

 

本项目着眼于 28nm 先进制程以及以上成熟制程光罩的研发和生产，以晶合

客户为基础，积极拓展国内外客户市场。项目建成后将成为技术能力先进的国产

新设立光罩厂，可满足国内外成熟制程光罩自给自足需求。 

32%

30%

20%

18% Photrobics

Toppan

DNP

其他
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第5章 选择 

5.1 概况 

本项目位于安徽省合肥市新站高新技术产业开发区综合保税区内，大禹路以

北，荆山路以东，双凤路以南。依托晶合集成三期项目现有洁净生产厂房及厂务

配套设施，进行生产。 

5.1.1  地理位置 

合肥，位于中国中部，安徽中部、处江淮之间，承东启西、连南接北，融入

“长三角”、加盟“长江中游城市群”、衔接“中原经济区”，以其全国重要的区域性

综合交通枢纽之地位，辐射半径 500 公里范围内 7 省 1 市、近 102 万平方公里、5

亿人口。合肥现辖肥东、肥西、长丰、庐江 4 个县，1 个县级巢湖市，瑶海、庐

阳、蜀山、包河 4 个区和合肥高新技术产业开发区、合肥经济技术开发区、合肥

新站综合开发试验区 3 个国家级开发区以及合肥巢湖经济开发区等 14 个省级开发

区，市域总面积 1.14 万平方公里，常住人口 761 万人。 

合肥新站高新技术产业开发区（原合肥新站综合开发试验区）辖七里塘、磨

店、瑶海、三十头、站北五个社区，面积约 205 平方公里，常住人口 40 余万。 

5.1.2  地形地貌 

合肥市境内有丘陵岗地、低山残丘、低洼平原三种地貌，以丘陵岗地为主，

江淮分水岭自西向东横贯全境。全市海拔多在 15～80 米之间，平均海拔 20～40

米。主城区地势由西北向东南倾斜，岗冲起伏；西南部属大别山余脉，层峦叠

嶂；海拔最高为境西的牛王寨 595 米。 

新站区地质状况优良，无不良地质作用和地质构造，属于稳定的建筑场地。

土地承载力每平方厘米在 2.5~2.8 公斤之间，地下基岩深埋 1~15 米，为第三纪红

砂岩，无明显地下河道，无地质断层。 

项目地块位于平板显示产业基地中心区，地块周边现均为一般农田，地势较

平坦，水文地质状况良好。工程地质情况可以满足一般工业、民用建设工程需要。

建筑物按 7 级抗震烈度设防。 

5.1.3  气象水文 

合肥地处中纬度地带，属亚热带季风性湿润气候，季风明显，四季分明，气

候温和，雨量适中。年均气温 15.7℃，年均降水量约 1000 毫米，年日照时间约

2000 小时，年均无霜期 228 天，平均相对湿度为 77%。 
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合肥地表水系较为发达，以江淮分水岭为界，岭北为淮河水系，岭南为长江

水系，淮河水系主要有东淝河、沛河、池河等，长江水系主要有南淝河、派河、

丰乐河、杭埠河、滁河、裕溪河、兆河、柘皋河、白石天河、西河等。境内巢湖

是中国五大淡水湖之一。东西长 54.5千米，南北宽 21千米，水域面积 770平方千

米，号称“八百里巢湖”，湖底海拔 5 米，湖水容量随水位高程的不同而不同，当

水位高程达 14 米时，湖水容量为 63.7 亿立方米。 

5.2 社会经济环境 

近年来，新站区聚焦“芯屏器合”的产业发展方向，坚持创新驱动、突出生态

优先，打造世界级新型显示产业基地和具有全国影响力的高教基地，建设国家产

城融合示范区，创建一流国家高新技术产业开发区。先后荣获新型平板显示国家

新型工业化产业示范基地、新一代信息技术国家科技兴贸创新基地、合肥市承接

产业转移集中示范园区、安徽省首批战略性新兴产业集聚发展基地等称号。 

2023 年 1-12 月，全区地区生产总值实现 446.4 亿元，同比增长 3.1%，增速位

列开发区第三。其中三产服务业增加值完成 189.1 亿元，同比增长 0.7%，增速位

列开发区第三。规模以上工业增加值同比增长 3.2%，增速位列开发区第三。战新

产值同比增长 2.5%，增速位列开发区第二。固定资产投资同比下降 10.8%，增速

位列开发区第三；其中，工业投资同比增长 6.0%，增速位列开发区第二；技改投

资同比下降 4.7%，增速位列开发区第二。建安投资同比下降 12.0%，增速位列开

发区第二。建筑业总产值完成 147.3 亿元，同比增长 24.8%，增速位列开发区第

二。房地产销售面积完成 136.5万平，同比下降 26.9%，增速位列开发区第二。社

会消费品零售总额完成 138.0 亿元，同比增长 6.0%，增速位列开发区第二。规上

服务业营收完成 50.8 亿元，同比下降 1.2%。一般公共预算收入完成 23.1 亿元，

同比增长 0.8%。城镇居民可支配收入完成 53137 元，同比增长 7%，增速并列全

市第二。 

5.3 交通运输条件 

5.3.1  公路 

合肥新站区内主干道路 60 多公里，高等级公路 150 公里，项目启动区距市中

心约 6.5 公里，多条道路可分达合肥市各区、开发区及周边三县，通过十余条主

干道公路与全国公路网连通。 
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5.3.2  铁路 

新站区连通贯穿全国的五大铁路干线，包括北京-广州、北京-上海、北京-九

龙、张家港-兰州、西安-南京铁路干线，客货运输可达全国各地，并可延伸至欧

洲。 

5.3.3  航空 

合肥新桥国际机场于 2013 年 5 月 30 日正式建成通航，位于安徽省合肥市蜀

山区高刘街道，距合肥市中心 31.8 公里，为 4E 级国际机场，区域枢纽机场，华

东机场群成员。 

合肥新桥国际机场跑道长3400米、宽45米；航站楼1座，面积11万平方米；

站坪面积 36 万平方米，共设机位 27 个，其中廊桥机位 19 个，远机位 8 个。按照

满足 2020 年旅客吞吐量 1100 万人次、货邮吞吐量 15 万吨的需要设计。 

5.3.4  港口 

合肥港是安徽省九大内河港口之一，位于省会合肥南淝河畔，是皖中地区最

大的水路货运集散地，年吞吐量为 500 多万吨，可常年通航千吨级船舶。船舶上

达武汉、宜昌、重庆等港，下至苏、浙、皖、沪等省（市）的腹地港口。 

5.4 基础设施 

5.4.1  供电 

开发区有 500KV 变电站 1 座、220KV 变电站 10 座。项目供电电源由开发区

区域电网提供。220kV 变电站引出 2 回 110kV 线路至本项目，满足本项目用电负

荷要求。供电电源为三相 50Hz，110kV 系统，共采用 2 回 110kV 专用电缆线路供

电。厂内设专用 110kV 总降压站。 

5.4.2  供水 

目前开发区日供水能力为 117 万立方米，项目用水由开发区市政给水管网供

给，项目自市政管网引入城市自来水，至厂区内的消防水池、生产水池、生活水

箱等。一期拟从市政引入两路 DN250 的给水进口。 

5.4.3  供气 

合肥燃气集团用户近 40 万户，建成燃气管网 1000 多公里。目前开发区已全

面使用天然气，项目建成后即可实现供气。 
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5.4.4  供热 

开发区基本实现集中供热，由合肥电厂热力厂为开发区内各用户使用蒸气、

采暖、生活热水、吸收式制冷提供热源。市政热力管网将铺设至项目地界。项目

建成后即可供热。 

5.4.5  污水处理 

本项目位于站北新区陶冲污水处理厂的服务范围，项目废水将纳入其中集中

处理后，排入二十埠河，再进入南淝河。陶冲污水处理厂设计规模为污水处理能

力 30 万吨/天。 

5.4.6  通讯 

开发区已建成 8 万门程控电话控制系统，通过光缆与市区联网，具有有线、

无线、微波、宽带等先进通讯手段。邮政枢纽已开展国内、国际特快邮件传递业

务。 

5.5 节能措施 

5.5.1  节电措施 

5.5.1.1 工程设计中为了节省空调冷量，在满足工艺流程的前提下，将空调、

净化的工作间尽量集中布置，洁净区靠近空调机房，以减少冷量损耗及设备材耗。

工艺净化区尽量不靠外墙布置，以避免阳光直射，最大限度地控制能耗。 

5.5.1.2 在满足生产工艺条件下，经济地确定生产环境参数。根据工艺对生产

环境的不同要求，对空调与洁净室的设计，分别采取相应的参数与洁净等级，以

充分节省能源。 

5.5.1.3 工艺房间合理确定吊顶高度，确定的依据之一是根据房间内工艺设备

的高度、留出合理的维修空间及搬运空间，同时在保证合理的操作环境要求的前

提下，使吊顶高度降至最低，以降低能耗。 

5.5.1.4 动力设施和生产厂房尽量靠近，缩短动力管线，最大限度减少低压线

路敷设长度和电能损耗。 

5.5.1.5 建筑设计考虑一系列的节能措施。尽可能的使各房间能够自然采光和

通风。屋面及墙体设置保温层、玻璃幕墙及玻璃窗采用 LOW-E 中空玻璃和断热

型材，简单的矩形规则体形设计，最大限度的减少外围护结构面积。在东西向玻

璃幕墙、玻璃窗部位采用良好的遮阳措施等，尽可能的解决东、西晒问题。建筑

构造上采取防止冷热桥现象的处理，防止结露。 



 
第 5 章 选择 

 

5.5.1.6 在墙体的选用上，洁净厂房屋面使用混凝土屋面保温层采用 100mm 厚

挤塑保温板保温层，其它混凝土屋面保温层采用 60mm 厚挤塑保温板保温层，屋

面构造的选用也充分体现了节能的设计原则。 

5.5.1.7 空调、净化系统均采用全年自动控制，可根据室外气候和室内负荷的

变化，由温、湿度感应组件自动调节冷热盘管上的电动二通阀、冷、热量，以节

省能源；工艺排风风机为变频控制，利用风管末端的压力传感器调节风机变频器；

洁净室新风机组采用变频控制；可根据工艺生产的实际情况对风机转速进行调节。 

5.5.1.8 利用蒸汽凝结水的余热给纯水加热，减少了热量损失。 

5.5.1.9 全厂无功功率补偿采用动态无功补偿形式，全厂功率因数补偿至 0.95

以上，最大限度降低变压器及电缆线路上的无功电流，以减少电能损耗。 

5.5.1.10 压缩空气系统、中央空调系统、以及 MAU、AHU 空调风柜广泛采用

变频或软启动技术，洁净室 FFU 电机也全部采用直流变频电机，以降低综合能耗，

并提高电网的安全可靠性。  

5.5.1.11 洁净室及一般区照明根据不同照度需求，采用 LED 节能灯管，并利

用照明控制系统，对应外部照明度变化和室内照明度条件，减少不必要的照明来

达到节能效果。 

5.5.1.12利用电力系统功率控制系统，提高用电效率，主要电力系统采用防止

瞬间电压下降系统，以及谐波治理系统，提高电质。 

5.5.1.13压缩空气系统按照生产设备不同的压力需求进行分级设置，安装不同

压力等级的CDA制气系统和输送管路，以降低部分空压机组的出口压力以达到节

电目的。  

5.5.1.14制冷系统中按管路扬程及末端特性，采用一次泵变频系统，减少耦合

损失，以节约水泵综合能耗。 

5.5.1.15 采用高效节能设备。 

1.16 冷热水系统均采用变流量设计。 

5.5.2  节水措施 

5.5.2.1 工厂建设循环水装置，尽最大可能将水进行循环利用。所有设备冷却

水采用循环水，可最大限度降低生产过程对水的绝对消耗。 

5.5.2.2 循环冷却水系统的设计符合下列要求：冷却塔的设计采用效率高、能

耗低的结构、填料和风机。风机动力尽可能采用变频调速装置；循环冷却水系统

设置水质处理与水质监控设施。循环水的浓缩倍数应≥3.0；敞开式循环冷却水系

统的污垢热阻宜小于 2.7×10-4 ㎡ K/W。 

5.5.2.3 纯水制备采用国际先进工艺流程，提高制备效率，减小能耗。 
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5.5.2.4 在生活用水方面，大力采用节水技术，推行节水用水器具，不使用国

家明令淘汰的用水器具，安装使用节水型设施或器具。 

5.5.2.5 加强用水计量管理，安装生产用水计量装置和车间排放口废水计量装

置；加强供水、用水设施、设备、器具的维护保养，严防跑冒滴漏。提高用水效

率，节约水资源。 

5.5.3  能源计量与检测 

5.5.3.1 设置全厂动力监控系统，对全厂动力设备群进行集中监控，统一调度、

管理，并通过优化控制提高管理水平，从而达到满足生产需要、提供舒适的工作

环境、节约能源和成本。 

5.5.3.2 选用国内技术先进、自动化程度高的动力设备，系统设置专用的动力

管理控制系统，（如台数控制，流量、温度、压力及液位等）使动力系统运行时

具最佳节能效果。 

5.5.3.3 加强用水计量管理，安装生产用水计量装置和车间排放口废水计量装

置；加强供水、用水设施、设备、器具的维护保养，严防跑冒滴漏。提高用水效

率，节约水资源。 

5.5.3.4 各类动力管道的参数（压力、温度、流量或纯度）均作在线监测。 

5.5.3.5 动力站的供应出口处和各个栋号建筑入口处设置冷、热计量装置。 

5.5.3.6 循环水的补水系统设置计量仪表，便于监视系统的运行情况，及时发

现问题减少浪费。 

5.6 环境保护 

公司全面坚持污染预防为主的理念，严格遵守国家和地方政府颁布的有关环

境保护的法律法规，严格按照有关安全环保要求进行生产经营活动，依托晶合三

期项目环保设施基础，在生产工艺设计、生产设备选择、安全环保设施配置、废

弃物循环利用等方面充分考虑环境保护的需要。 

公司生产经营涉及的主要污染物包括废水、废气、废液回收、固体废物（含

一般工业固体废物及危险废物）四部分。 

5.6.1  废水 

公司排放的废水主要为生产废水和生活废水。 

生产废水根据所含有的主要污染物及污染程度，分为一般酸碱废水、含氟废

水、含氨废水及含铜废水等；各类生产废水经过处理后统一排入市政污水管网，

由相关地区的污水处理厂集中处理。 
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生活废水主要为办公废水和食堂废水。主要污染物为常规污染物，包括悬浮

物、化学需氧量、氨氮、油类等，生活废水经过处理后统一排入市政的污水管网，

由相关地区的污水处理厂集中处理。 

5.6.2  废气 

公司在生产过程中产生的主要废气污染物有：锅炉废气、酸/碱废气、有机废

气、含砷废气等。 

酸性废气和碱性废气经对应的废气中央洗涤塔喷淋处理达标后，通过排气筒

达标排放。 

有机废气经过沸石转轮吸附浓缩和焚化炉焚烧，达到排放标准后，通过排气

筒达标排放。 

含砷废气，先经过生产线工艺设备自带的 POU净化装置进行预处理，再经吸

附等净化处理，达到排放标准后，排入大气。 

非含砷工艺有害废气，先经过生产线工艺设备自带的 POU净化装置进行预处

理，再经喷淋等净化处理，达到排放标准后，排入大气。 

5.6.3  废液回收处理 

各种废液（硫酸废液、磷酸废液、硝酸废液、氢氟酸废液、混酸废液、硫酸

铜废液、废光阻液、废 IPA、废去光阻液）分别经产线机台回收后，收集在专用

的容器中储存，定期委托合格专业危险废物处置厂商运出厂外，并依废液特性进

行处理。 

5.6.4  固体废物 

生产所产生的固体危险废弃物，如废化学品沾染物、废化学空瓶/桶/容器、

废矿物油、废离子树脂、废过滤芯、废活性炭、含铜污泥、有机污泥，均经分类

收集后，暂存于皖芯集成的危险废弃物仓库内，定期由专业危险废物处置公司运

出厂外，依废弃物特性进行处理。 

生产所产生的一般性废弃物（一般污泥、不可回收类、资源回收类-玻璃、包

装废料、金属木材等）及生活垃圾委托合格专业厂商运出厂外统一处理和回收利

用。拟建规模、项目时程和产品方案 

5.7 拟建规模 

本项目依托晶合集成现有洁净生产厂房，规划建设月产能 3200 片的光罩生产

线，产品主要包括对应半导体工艺 150-28nm 节点半导体光罩研发及量产。 
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5.8 项目时程 

项目建设具体节点如下： 

2025 年，产能 740 片/月 

2026 年，产能 2000 片/月 

2027 年，产能 2600 片/月 

2028 年，达满产 3200 片/月 

5.9 产品方案 

光罩是半导体制造过程中的关键组件之一，用于将电路图案转移到硅片上，

光罩的质量直接影响到最终芯片的性能和良率，是集成电路制造过程中不可或缺

的一部分。项目公司根据芯片设计公司的图形设计制造高质量的光罩，以确保在

芯片制造过程中能够准确地将设计图案转移到硅片上。 

本项目本项目规划建置月产能为 3200 片的光罩生产线，专注于半导体制造中

光罩的研发、制造及销售，包含 Binary Mask、KrF PSM(相位移光罩)及 ArF PSM，

产品可覆盖对应半导体 28nm 及以上工艺节点。 
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第6章 工艺技术方案 

6.1 技术来源与保障 

项目公司的主要技术来源于股东晶合集成的技术授权。150-110nm 光罩产品

已于 2024年 9月实现量产，良率稳定在 98%以上；90/55nm技术已于 2025年 1月

完成术开发，预计第二季实现量产；40/28nm 低阶光罩，其等级与 110nm 光罩最

高等级相同，于 2025 年 1 月已小量投片，随着后续机台搬入即可投入量产。 

综上所述，项目公司已全面掌握高阶光罩的生产开发核心技术，以及资料处

理等专业技术，可为公司的运营和发展提供强有力的支持。 

6.2 生产工艺流程 

光罩制造工艺复杂，可以分为前道工艺和后道工艺。 

前道工艺流程主要包括：CAM 图档处理、光阻涂布、激光光刻、显影、蚀

刻、脱模、清洗。 

后道工艺流程主要包括：宏观检查、自动光学检查、精度测量、缺陷处理、

贴光学膜等环节。具体生产流程如下所示： 

图 4.1 光罩生产工艺流程 

资料来源：路维光电招股说明书，民生证券研究院 

6.3 CAM 图档处理附属服务介绍 
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6.3.1  GDS/OASIS 预检 

核对 GDS/OASIS 的 file name、(Top) cell name、GDS layer / data type、data 

limit，是否与 Tooling Form 中的内容一致，排除原始数据的错误，提升客户服务

质量 

6.3.2  MRC 

确认图形是否符合相关机台规则，提前判断客户数据/图形存在的错误。提高

生产效率。 

6.3.3  EJDV 

多种 JDV TOOL提供客户在线 JDV 环境，让客户可以针对 MEBES JOB FILE

或 GDS/OASIS 做比对与设计图形的确认，检查 MASK 上的 layout、title、图形等，

是否错误 

6.3.4  DBCS 

将两个独立程序、环境下产生 JOB FILE & PATTERN FILE，减少人为与程序

的错误因素。 

 

6.4 生产设备选择原则及生产设备组成 

6.4.1  生产设备选择原则 

生产设备选型以满足技术要求、节省建设投资和保证生产线稳定可靠运行为

原则，具体简述如下： 

1. 在符合制程工艺要求下优先引进国产设备，降低供应链风险。 

2. 生产线设备以性能价格比高、先进适用且运行稳定可靠为原则，并满足生

产大纲要求； 

3. 保证生产装备的先进性和配套合理性，并满足适时增加新工艺、新技术加

工的要求； 

4. 生产线工艺设备将根据市场需求及公司生产计划以及设备供应商的供货能

力，分期采购到位 

6.4.2  生产设备组成 

依据本设计产能、单台设备加工能力、设备负荷率及工作制度，测算所需主
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生产设备数量共 91 台，包括光刻机、蚀刻机、涂布机、量测检测设备以及清洗设

备等，可满足光罩 3200 片月产能需求，设备类别配置表如下： 

表 7.1 主要设备类别配置 

设备类别 主生产设备 
项目规划数量 

（台） 

生产 

光刻机 23 

显影&涂布 5 

干法蚀刻 2 

湿法蚀刻 2 

清洗 8 

缺陷修补 8 

Pellicle 安装 2 

量测 

CD 量测 8 

相位量测 2 

模拟成像 2 

膜厚量测 1 

套准量测 5 

检测机台 23 

合计 91 
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第7章 组织机构和工作制度 

7.1 组织机构 

总经理室下设销售、采购、财务、营运、品质等相关功能组织，组织架构完

整，功能明确。本项目组织架构如下所示。 

公司组织机构设置如下： 

图 8.1 公司组织机构图 

7.2 核心团队 

核心团队来自光罩行业龙头企业的资深专家与顶尖人才，从业经验超过 20

年。拥有国内领先的 28nm 及以下高阶光罩生产开发核心技术和资料处理等技

术。 

项目领军人物郭圣忠，现任晶合光罩技术中心协理，曾在全球知名光罩公司

从业超过 30 年，具备丰富的半导体光罩技术研发、生产制造、品质、销售及运

营等全方面管理经验，能够有效领导项目实施。后续拟担任项目公司总经理。 

徐先生，中国台湾清华大学材料博士，现任光罩工程处副处长。拥有 20 年

以上半导体及光罩制程、设备开发经验，擅长光罩制程、设备评估，工程异常处

理、良率提升，生产规划、人力配置。曾就职于台积电、台湾光罩美日先进、

SUSS 等全球知名公司。后续拟担任项目公司研发总监。 

李先生，中国台湾清华大学硕士，现任制程暨设备部经理。从事光罩产业 17

年经验；擅长光罩设备验机和光罩前端制程、精通光罩制造技术和工艺流程、具

备丰富的光罩设计经验；曾就职于台湾美日先进光罩股份有限公司、台湾光罩、

台积电等公司。后续拟担任项目公司工艺总监。 

吴先生，中国台湾海洋大学毕业，现任数据工程部经理。拥有 25 年以上数

据相关工作经验精通光罩资料处理架构工作，IC 设计公司 CAD、IC LAYOUT、

DRC/LVS COMMAND FILE，曾就职于台湾光罩、佑华微电子、HFC 等公司。后

续拟担任项目公司数据工程总监。 
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刘先生，中国台湾元智大学毕业，现任光罩生产组经理。拥有 25 年光罩行

业经验，熟悉每个制造流程与操作（LSI 光罩，FPD 光罩），具有新建光罩厂经

验，对光罩原材料行业有深入了解。曾就职于豪雅光电、盟图科技、台湾光罩等

公司。后续拟担任项目公司生产总监。 

7.3 工作制度  

根据国家规定和生产要求，采用以下工作制度： 

主要生产人员年工作日 250 天，四班二运转，每班工作时间 12 小时，工人年

时基数 2710小时。生产线设备年运行 355天，设备的公称年时基数为 7880小时。

办公实行单班制，一般非直接生产人员周工作日 5 天，每日工作时间 8 小时。值

班、动力及辅助部门按生产车间工作制度配套。 

7.4 人员编制  

项目公司属于高科技产业，生产组织严密、自动化程度高、节奏快，生产线

24 小时连续运转。根据本项目生产大纲和工艺要求，本项目劳动定员总数为 280

人。初期部分由晶合集成转任现有具丰富经验的专家，后续将分阶段招聘本土有

行业经验或高校毕业的技术人才，具体人员构成如下表所示。 

表 8.2 员工到岗规划表 

日期 2024 2025 2026 2027 2028 

经营管理人员 7 30 45 60 80 

研发人员 20 30 40 50 50 

工程技术人员 25 40 50 60 70 

生产操作人员 38 50 60 70 80 

合计 90 150 195 240 280 



 
第 8 章 资金规划及财务分析 

 

第8章 资金规划及财务分析 

8.1 建设项目总投资 

项目规划总投资 60 亿元，建置产能 3200 片/月。 

第一阶段(至 1600 片/月)：投资 35 亿元；自有资金 21 亿元 (占 60%)，银行

贷款 14 亿元。 

第二阶段(至 3200 片/月)：新增投资 25 亿元，自有资金 15 亿元，银行贷款

10 亿元。 

表 4.1 投资规划进度表 

  金额单位：亿元人民币 

项目 2025 年 2026 年 2027 年 2028 年 合计 

产能建置（片/月） 740 1986 2600 3200   

资金规划 16  17  18  9  60  

设备投资 15  16  15  9  55  

技术授权费     3    3  

流动资金 1  1      2  

资金来源 17  18  23  2  60  

资本金 17  4  13  2  36  

银行借款 0  14  10  0  24  

 

8.2 财务分析 

2029 年(稳定年)：毛利率为 33%，净利率为 19%，具显著经济效益。 

表 4.2 效益测算表 

   金额单位：亿元人民币 
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项目 2025 年 2026 年 2027 年 2028 年 
2029 年 

（稳定年） 

年底产能（片/月） 740 2000 2600 3200 3200 

机台累计投资 15 31 46 55 55 

营收 0.7  5.5  12  17  18  

毛利润 -1.2  0.7  3.0  5.3  6.1  

毛利率 -160% 13% 25% 31% 33% 

净利润 -1.5  -0.3  1.0  2.7  3.5  

净利率 -195% -6% 9% 16% 19% 
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第9章 项目效益分析 

9.1 经济效益分析 

本项目稳定生产年销货毛利率约为 33%，净利率约 19%，经济效益较高，项

目实施满产后，能为公司增加较大的利润，能够在计算期内偿还贷款并回收投资，

具有较强的抗风险能力。 

9.2 社会效益分析 

本项目配合安徽省“十四五”发展规划，依托国内半导体市场发展需求，积极

布局光罩研发生产线，实现半导体光罩工艺节点的持续进步，从而有力支撑国内

半导体产业向更高技术水平的发展。 

（1）促进技术创新与产业升级：光罩是半导体制造过程中的关键材料，投

资光罩研发生产线可以推动技术进步，实现光罩技术的更新换代，促进整个半导

体产业的升级。 

（2）光罩专业人才培养：项目建成后可一定程度上聚集和培养国内光罩领

域专项人才，为行业扩充人才储备，夯实安徽省集成电路的基础 
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随着全球经济复苏，半导体市场需求旺盛，预计 2025年全球市场规模达 7189

亿美元，中国半导体光罩市场规模可达 20 亿美元，年复合增长率达 9%。然而，

当前半导体光罩国产化率低，高端市场被海外企业占据。在地缘政治影响下，推

进光罩国产化、保障产业链安全迫在眉睫。同时，半导体产能向国内转移，为本

土企业提供了广阔的发展空间。 

本项目聚焦 28nm 及以上光罩产品的研发与量产，契合产业发展趋势。技术

依托晶合集成授权，其 2024 年已实现 150/110nm 量产，2025 年将推进至 90-28nm。

公司掌握高阶光罩核心技术，持续投入研发，具备技术先进性和市场竞争力。核

心团队由晶合集成资深人员与外聘专家组成，具备丰富的研发、生产与管理经验，

为项目实施提供坚实保障。 

综上，项目建设必要且可行，将填补国内高端光罩技术空白，助力半导体产

业自主可控发展，提升我国在全球产业链中的地位。 
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附表一、总成本费用估算表                           

单位：人民币万元 

 
 

 

说明：其他费用包含，能源、修缮、零配件、职工福利、专业服务费等 
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附表二、分产品成本 

单位：人民币万元 

 

 
 

 

附表三、分产品单位成本 

单位：人民币元 
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附表四、分产品毛利情况 

单位：人民币元 
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附表五、借款还本付息计划表 

单位：人民币万元 

 

 
 

 

 
 

 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

1 借款及还本付息

1.1 年初借款本息累计 131600 214800 183200 148800 107600 63600 28200 5400

1.2 本年借款 240000

1.3 本年应计利息 26856 3252 4800 5922 4907 3776 2473 1188 426 91

1.4 还本付息 11652 21600 37522 39307 44976 46473 36588 23226 3491

本年还本 240000 8400 16800 31600 34400 41200 44000 35400 22800 3400

1 本年付息 26856 3252 4800 5922 4907 3776 2473 1188 426 91

                        年份

项目

  算  期
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